國立中正大學    課程大綱
	課程名稱(中文)：
	  材料分析 (Materials Analysis)      (研究所，3學分)

	先修科目或
先備能力： 
	  物理、材料科學之基礎相關知識

	課程概述： 
	  本課程將介紹材料分析上之基礎儀器原理、構造、應用、操作與數據解析，包含繞射原理、X光單晶繞射與粉末繞射之分析技術與應用，SEM、TEM、FIB等電子顯微影像技術，TEM繞射解析，EDS、EPMA之組成分析技術，ESCA(XPS)分析技術，SIMS二次離子質譜儀分析，熱分析包含DTA、DSC、TGA、TMA等。

	學習目標： 
	使學生了解課程中所介紹之儀器原理、應用與分析，對於儀器之操作使用與基本原理有基礎的認識，並具有正確判讀解析數據之能力。

	教科書：
	 教科書:

 材料分析，汪建民 主編，材料學會，第二版。
 參考書:
 1. X光繞射原理與材料結構分析，吳泰伯、許樹恩，材料學會。
 2. 材料電子顯微鏡學，陳力俊，國家實驗研究院。
（請尊重智慧財產權，不得非法影印教師指定之教科書籍）

	教學要點概述： 

	1. 教材編選：以教科書與參考書為主要授課內容，並搭配相關儀器補充資料。 

	2. 教學方法：以投影片講述，搭配板書補充說明。 

	3. 評量方法：   Homework :  40%
               Three exams: 20% + 20% + 20%   

	4. 教學資源：教材電子檔供下載

	5. 教學相關配合事項： 




	課程進度： 

	第一週： 儀器基本介紹
第二週： 晶體結構與繞射原理
第三週： 晶體結構與繞射原理
第四週： X-ray單晶繞射與粉末繞射
第五週： X-ray繞射解析與操作
第六週： SEM之原理與構造
第七週： Exam 1 / SEM之原理與構造
第八週： FIB之原理與操作
第九週： TEM之原理與操作
第十週： TEM之繞射解析
第十一週： EDS/EPMA之原理與分析
第十二週： Exam 2  / 熱分析: DTA、DSC
第十三週： 熱分析: DTA、DSC
第十四週 : 熱分析: TGA、TMA
第十五週： ESCA/XPS之原理與應用
第十六週： ESCA/XPS之原理與應用
第十七週：SIMS之原理與應用
第十八週：Exam 3


	核心能力：

	 (V) 1、具有化學工程核心課程的專業知識及其應用於工程問題解析的能力。
(V) 2、具備規劃研究計畫，執行研究，分析數據，歸納結論，撰寫研究成果報告的能力
(V) 3、熟練化工領域之專業研究所需的技術、技巧及使用現代計算工具與分析儀器之能力。
(  ) 4、熟練文獻調查與資料蒐集的方法，能主動閱讀文獻，具有成熟的書面及口頭報告的表達能力。
(V) 5、具備材料科學或生物科技等跨領域之先進專業知識，瞭解工程技術對環境、社會及全球的影響。
(  ) 6、具有領導、有效溝通與團隊合作的能力。
(V) 7、具有實驗室管理、研究器材採購、研究軟硬體設施或實驗設備維護的能力。
(  )8、理解專業倫理及社會責任，重視作業安全與環保永續，並具有創新研發與跨領域學習的精神。


